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山东有机硅电子灌封胶质量稳定

发布日期: 2025-09-21

    可使用单组分室温硫化硅橡胶作为表面涂覆保护材质。一般电子电子元件的表面保护涂
覆均用室温硫化硅橡胶，用加成型有机硅凝胶展开内涂覆。近年来，玻璃树脂涂覆电子电器及仪
器元件的应用比较普遍。灌封是环氧树脂的一个关键应用领域。已普遍地用以电子元件制造业，
是电子工业不可缺失的举足轻重绝缘材料。灌封就是将液态环氧树脂复合物用机器或手工方法灌
人装有电子元件、线路的器件内，在常温或加热条件下固化成为性能*异的热固性高分子绝缘材料。
它的效用是：强化电子元件的整体性，提高对外来冲击、震动的抵抗力；提高内部元件、线路间
绝缘，利于器件小型化、轻量化；避免元件、线路直接暴露，改善器件的防水、防潮性能。环氧
灌封胶应用范围广，技术要求千差万别，种类繁多。从固化条件上分有常温固化和加热固化两类。
从剂型上分有双组分和单组分两类。多组分剂型，由于使用不便利，做为货品不多见。常温固化
环氧灌封胶一般为双组分，灌封后不需加热即可固化，对装置要求不高，用到便利。弱点是复合
物作业黏度大，浸渗性差，适用期短，难以实现自动化生产，且固化物耐热性和电性能不很高。
一般多用以低压电子元件灌封或不宜加热固化的场合采用。佰昂密封电子灌封胶适用
于PC、PP、ABS等材料及金属类金属表面，大功率电子元器件、电源盒等。山东有机硅电子灌封胶
质量稳定

    绝缘性能较环氧树脂好，可耐压10000V以上。灌封后有效提高内部元件以及线路之间的
绝缘，提高电子元器件的使用稳定性；对电子元器件无任何腐蚀性而且固化反应中不产生任何副
产物；具有较好的返修能力，可快捷方便的将密封后的元器件取出修理和更换；具有导热性能和
阻燃能力，有效提高电子元器件的散热能力和安全系数；粘度低，具有良好的流动性，能够渗入
到细小的空隙和元器件下面;可室温固化也可加温固化，自排泡性好，使用更方便;固化收缩率小，
具有优异的防水性能和抗震能力。缺点：价格高，附着力差。适用范围：适合灌封各种在恶劣环
境下工作的电子元器件。有机硅电子灌封胶相比其他灌封胶有什么优势？优势1：对敏感电路或者
电子元器件进行长期的保护，对电子模块和装置，无论是简单的还是复杂的结构和形状都可以提
供长期有效的保护。优势2：具有稳定的介电绝缘性能，是防止环境污染的有效屏障，固化后形成
柔软的弹性体在较大的温度和湿度范围内消除冲击和震动所产生的应力。优势3：能够在各种工作
环境下保持原有的物理和电学性能，能够抵抗臭氧和紫外线的降解，具有良好的化学稳定性。优
势4：灌封后易于清理拆除，以便对电子元器件进行修复。山东有机硅电子灌封胶质量稳定环氧灌
封胶具有优异的耐高温性能和电气绝缘能力，操作简单，对多种金属底材和多孔底材都有优异的
附着力。

    封装材料的模量不能太高。而且为了防止界面处水分渗透，封装材料与芯片、基板之间
应具有很好的粘接性能。3、灌封料的主要组份及作用灌封料的作用是强化电子器件的整体性，提
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高对外来冲击、震动的抵抗力；提高内部元件、线路间绝缘，有利于器件小型化、轻量化；避免
元件、线路直接暴露，改善器件的防水、防潮性能。环氧树脂灌封料是一多组分的复合体系，树
脂、固化剂、增韧剂、填充剂等组成，对于该体系的黏度、反应活性、使用期、放热量等都需要
在配方、工艺、铸件尺寸结构等方面设计，做到综合平衡。环氧树脂环氧树脂灌封料一般采用低
分子液态双酚A型环氧树脂，这种树脂黏度较小，环氧值高。常用的有E-54、E-51、E-44、E-42。在
倒装芯片下填充的灌封中，由于芯片与基板之间的间隙很小，因此要求液体封装料的黏度极低。
故单独使用双酚A型环氧树脂不能满足产品要求。为了降低产品黏度，达到产品性能要求，我们
可以采用组合树脂：如加入黏度低的双酚F型环氧树脂、缩水甘油酯型树脂以及具有较高耐热、电
绝缘性和耐候性的树脂环族环氧化物。其中，树脂环族环氧化物本身还具有活性稀释剂的作用。
固化剂固化剂是环氧灌封料配方中的重要成分。

    一般用于高压电子器件灌封，多采用真空灌封工艺。目前常见的有手工真空灌封和机械
真空灌封两种方式，而机械真空灌封又可分为A、B组分先混合脱泡后灌封和先分别脱泡后混合灌
封两种情况。其操作方法有三种：1：单组份电子灌封胶，直接使用，可以用抢打也可以直接灌注；
2：双组份缩合型电子灌封胶，固化剂2%-3%或其他比例，搅拌-抽真空脱泡-灌注；3：加成型电子
灌封胶，固化剂1:1、10:1；工艺流程如下：（1）手工真空灌封工艺（2）机械真空灌封工艺1）
计量：准确称量A组分和B组分(固化剂)。2）混合：混合各组份；3）脱泡：自然脱泡和真空脱泡；
4）灌注：应在操作时间内将胶料灌注完毕否则影响流平；5）固化：加温或室温固化，灌封好的
产品置于室温下固化，初固后可进入下道工序,完全固化需8～24小时。夏季温度高，固化会快一
些；冬季温度低，固化会慢一些。（3）注意事项：a、被灌封产品的表面在灌封前必须加以清洁!b、
注意在称量前，将A、B组份分别充分搅拌均匀，使沉入底部的颜料(或填料)分散到胶液中。c、底涂
不可与胶料直接混合，应先使用底涂，待底涂干后，再用本胶料灌封。d、胶料的固化速度与温度
有一定的关系，温度低固化会慢一些。相比之下，机械真空灌封。有机硅电子灌封胶灌封后易于
清理拆除，以便对电子元器件进行修复，并且在修复的部位重新注入新的灌封胶。

10、在室温条件下可以固化。空气中的相对湿度和温度可以改变表面的固化速度，温度越高，固
化快;温度低。固化慢。通常使用100ml、300ml塑胶管等，冷暗贮存。11、黏度小，浸渗性强，
可充满元件和线间。12、性能好，适用期长，适合大批量自动生产线作业。13、灌封和固化过程
中，填充剂等粉体组分沉降小，不分层。14、灌封料具有难燃、耐候、导热、耐高低温交变等性。
15、具有较好的防潮、防水效果。16、固化物电气性能和力学性能优异，耐热性好，对多种材料
有良好的粘接性，吸水性和线膨胀系数小。电子灌封胶的应用：电子灌封胶常温可固化，主要用
于常温型电子元器件灌封，汽车点火线圈和线路板保护灌封。耐热型电子元器件灌封和线路板保
护灌封。有大功率电子元器件对散热导热要求较高的模块和线路板的灌封保护。有透明要求的电
子元器件模块的灌封，特别使用于数码管的常温灌封。适用要求阻燃的中小型电子器件灌封及线
路板保护灌封，如电容器包封，固态继电器灌封等。电子灌封胶主要应用于变压器、高压包、整
流器、电容、滤波器、驱动器、点火器、点火线圈、电源控制器、水族水泵、节电模块、LED灯饰、
LED护栏灯、LED模块、负离子发生器、电子门锁、氙气灯、增光器、磁力锁。双组份高透明液体
硅橡胶，低粘稠度，易加工，操作性强，低硬化收缩率，无腐蚀无应力。山东有机硅电子灌封胶
质量稳定



第 3 页 / 共 3 页

双组份缩合型电子灌封硅橡胶，可用于电子元器件灌封，固态继电器灌封，LED室内外显示板
等的封装，防水。山东有机硅电子灌封胶质量稳定

粘结性是电子灌封胶基本的功能，作为胶水，其重要也是基础的功能就是粘结性。粘结性应
用到电子设备就是将整个电子器件部件粘结起来，提高其整体性，进而提高整个电子器件对外来
冲击的抵抗力和抗震动的能力。绝缘性是电子灌封胶另外一种很重要的功能。电子器件由于导电
的特殊性，因此对绝缘性的要求很高。电子灌封胶能有效提高元件内部及线路间绝缘性，有利于
器件外形上的小巧化、轻量化，对工业设计也起到了一定的推动作用；避免电子元件和线路直接
暴露在空气中，受到大气污染，改善器件的防水防潮性能。山东有机硅电子灌封胶质量稳定

      南通佰昂密封科技有限公司，成立于2005年，经过两代“佰昂人”十五年的创新努力，
现已发展成为旗下拥有廊坊佰昂密封材料——廊坊中清盈华科技开发——南通佰昂密封科技等三
家子公司。集设计、研发、生产、销售、贸易、服务于一体的系统集成商。

     “佰昂密封科技”勇于创新、技术担当，现拥有各专项证书十余项，被评为河北省****，
河北省中小科技创新型企业；与中科院长春应用化学研究所，清华大学建筑设计学院等多所院校
及科研单位，建立产学研联合体，进行项目共同开发。已通过 ISO9001质量管理体系认
证，UL、ROHS、耐辐射等前列认证。专业的创新研发团队、严谨的生产运营团队、质量的合作管理
团队，营销网络遍及全国25个省区，百座城市，并出口欧洲，美洲，印度、澳大利亚等国家。

        “佰昂密封科技”产品已被广泛应用于航空、精密电子、医疗、石油、核电、新能
源、医疗体育保健用品，纺织品等行业和领域；产品经过客户多年的应用实践和验证，得到了合
作伙伴高度的评价和认可，树立了质量、可靠、增值的口碑，给我们注入了无穷无尽的前行动力；
与中国航空集团、伟创力（中国）、美埃（中国）、核净等建立了战略合作关系。


